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《微电子封装技术》

内容概要

《微电子封装技术(修订版)》比较全面、系统、深入地论述了在晶体管和集成电路（IC）发展的不同
历史时期出现的典型微电子封装技术，着重论述了当前应用广泛的先进IC封装技术-QFP、BGA、CSP
、FCB、MCM和3D封装技术，并指出了微电子封装技术今后的发展趋势。全书共分8章，内容包括：
绪论；芯片互连技术；插装元器件的封装技术；表面安装元器件的封装技术；BGA和CSP的封装技术
；多芯片组件（MCM）；微电子封装的基板材料、介质材料、金属材料及基板制作技术；未来封装
技术展望。书后还附有微电子封装技术所涉及的有关缩略语的中英文对照等，以便读者查阅。《微电
子封装技术(修订版)》涉及的知识面广，又颇具实用性，适合于从事微电子封装研发、生产的科技人
员及从事SMT的业界人士阅读，也是高校相关专业师生的一本有价值的参考书。
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书籍目录

序前言第1章 绪论 1.1 概述 1.2 微电子封装技术的分级 1.3 微电子封装的功能 1.4 微电子封装技术发展的
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的封装技术 3.1 概述 3.2 插装元器件的分类与特点 3.3 主要插装元器件的封装技术第4章 表面安装元器件
的封装技术 4.1 概述 4.2 SMD的分类及其特点 4.3 主要SMD的封装技术 4.4 塑料封装吸潮引起的可靠性
问题第5章 BGA和CSP的封装技术 5.1 BGA的基本概念、特点和封装类型 5.2 BGA的封装技术 5.3 BGA的
安装互连技术 5.4 CSP的封装技术 5.5 BGA与CSP的返修技术 5.6 BGA、CSP与其他封装技术的比较 5.7
BGA和CSP的可靠性 5.8 BGA和CSP的生产与应用第6章 多芯片组件⋯⋯第7章 微电子封装的基板材料、
介质材料、金属材料及基板制作技术第8章 未来封装技术展望附录1 中英文缩略语附录2 常用度量衡主
要参考文献
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《微电子封装技术》

精彩短评

1、内容很丰富 适合阅读
2、好书,入门必备
3、我们的专业就是这个，这本书对我们学的这个专业来说，挺有用的。
4、快哦
5、书的内容都是2000年以前的，在微电子领域落后10年以上基本算**了
6、深度不够，不过还可以看看的
7、初学及进阶人员专用，很不错哦
8、书的内容还可以，就是有和其他书重复的内容
9、编得蛮好的，就 是贵
10、这本书算是比较初阶的入门书.整本书,内容广泛,面面俱到,帮您搭钩起整体的框架,再稍微叙述大致
的内容,当然,如果您要深入了解,就需要另寻其他了.个人观点,难免有点失偏颇,仅供参考.TKS~
11、东湖不错

Page 4



《微电子封装技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com

Page 5


